


Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 ㈜우주일렉트로닉스(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 

복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’에

대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는

경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로는 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래

실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이

며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수

있음을 양지하시기 바랍니다. 

자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함) 본 문서

는 회사가 발행하는 증권의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며, 문서의 어떠한 내용도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는

근거가 될 수 없습니다. 
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Ⅰ.  회 사 소 개



최대의 모바일 커넥터 공급사

주요사업

모바일 커넥터

모바일, 자동차 커넥터

모바일 커넥터

H.QH.Q

VINAVINA

CHINACHINA

국내 ‘1위’

설 립

1993년 3월 29일

2013년 6월 28일

2002년 1월 27일

종업원

349명

860명

11명

자본금

50억

796억

28억



2. History

2010년도~

2000년도~

1993년도~

우주전자 설립
삼성전자㈜ 협력업체 등록
엘지디스플레이 협력업체 등록

중국 청도 법인 설립

도금라인 설립
ISO 14001 인증 획득
코스닥 상장

FFC사업부 인수합병

양감면 신사옥 이전

자동차 사업부 설립
World Class 300 기업 선정

HKMC SQ 인증 획득
TS16949 획득 (TUV)

1억불 수출의 탑 수상
베트남 법인 설립
SDC 올해의 강소기업 선정
베트남 2공장 가동

1993.
1997.
1998.

2002.

2004.
2008.

2010. 

2011. 

2012. 

2013. 
2015.
2017.

㈜우주일렉트로닉스 법인 전환
ISO 9000 인증 획득

1999.

IATF 16949 : 2016 인증2018.

2020년도~
제55회 발명의 날
노영백 대표이사 은탑산업훈장 수상

2020.

수원 광교 지점 설립
미주 법인 설립

2023.

수원 광교 본사 이전2024.



“ 북미 마케팅 법인 및 일본 기술연구소 설립 “

2024년

광교 Head Office

2002년

중국(청도) Plant

2010년

화성 Plant

2013년

베트남(빈푹) Plant

2017년

베트남(타이응웬) Plant
 일본 개발 자회사

(2025년 설립 완료)
 유럽 진출

TO-BE

글로벌
고객 확보

파트너쉽 강화

현지 정보 공유

현지화 전략

기술
경쟁력
확보

선진기술 도입

제품 다양화

선진화 전략



5. Vision

세계 최고 수준의 커넥터 & 전자부품회사

Enable Genuine Connectivity For Challenging Applications!

지식기반 역량강화지식기반 역량강화

• 핵심기술 확보

• 시스템 기반 운영

• 학습조직의 운영

• 상생의 기업문화

수익기반 경영혁신수익기반 경영혁신

• 수익기반 가치경영

• 투명/정도 경영

• 합리적 투자 확대

• 정보기반의 의사 결정

기술기반 마케팅기술기반 마케팅

• 고객가치 창조

• 무결점 품질관리

• 시장 다변화

• 시장선도제품 확대



Ⅱ. 제품 및 고객사 현황



Socket
Main

Camera

Main 
Board

Display

Sub 
Board

Sensor

Front   
Camera

Battery

Board To Board Connector
(H : 0.5mm~1.0mm)

Male 0.30 Female 0.30
BTB
Conn

Nano Sim, Micro SD
(H : 1.35mm~2.60mm)

Tray Type

Combo Type Block Type

Battery Connector
(H : 0.6mm~1.5mm)

Mobile Pogo

FPC Connector
(H : 0.5mm ~ 1.0mm)

Front , Back Flip

Male 0.35 Female 0.35



Rear Seat  
Entertainment

Rear  
Lamp

Head  
Lamp

Cluster
BCM

e-Shifter

Switch

Side  
Mirror

AVN /
Audio

Battery Pack 

Motor pin020 S SMT FFCFFC

020 SMT

FFC SMT

Battery Pac
k

FFCFFC
025/090 40P, 82P Header
025/060 40P

020 SMT 020 S SMT

FFC SMT PC Slot

020 SMT 020 S SMT



Back Light(FL/LED) Power
(H : 2.0mm~6.5mm)

LED Power

BLU Plug

BLU Receptacle

Locking Dip Locking Offset

Lateral Type

Right Angle

Main
Board

SMPS
Board

T-con
Board Source

Board

LVDS Connector
(H : 1.0mm~4.0mm)

Header

Front Flip Housing Type

FPC/FFC Connector
(H : 0.9mm~2.2mm)

Front Flip

Back Flip



국 내국 내

China / 
Taiwan
China / 
Taiwan

JapanJapan

Europe / 
Etc.

Europe / 
Etc.



설 계

금 형

사 출프레스

도 금

해 석자동화

전공정 내재화로

고객의 요구에

신속하게 대응

• 1/1,000 단위의 정밀도

• 소재특성을 고려한 정밀 사출

 초정밀 인서트 사출 초정밀 Press
• 초정밀 Press /  Au over Ni 도금

• 강성 설계 및 해석 검증

 최신 가공설비 보유

 자동화 설비 자체제작

• 공정최적화 및 생산성 향상

• 양산 시점 단축



“ Enable Genuine Connectivity For Challenging Applications! “

High Speed & 
High FrequencyGlobalization

Digital 
Transformation

 국내공장 인력 최소화

 Data를 통한 공장 최적화

 지속적인 프로세스 업데이트

 원가절감을 통한 고객가치 극대화

 Global Marketing & Sales

 Global Personnel

 5G & 6G 네트워크 커넥터 투자

 제품 다변화를 통한 미래준비

 해외 네트워크 고객사 밴더등록

 자동차 네트워크 커넥터 확장



932

680

88

849

605

91
22

1,575

1,199

515

98
31

1,843

“자동차 커넥터 매출성장 지속 및 수출 확대에 따른 수익성 향상“

제품별 매출액 추이

1,383

469

2021 2022 2023 2024

단위 : 억원 단위 : 억원

주) K-IFRS 별도 기준 주) IFRS 별도 기준

2021 2022 2023 2024

121

39

2,012

모바일 자동차 디스플레이 기타

1,732
32

264
230

101

187

영업이익

13.1%
12.5%

6.4%

10.8%

자동차 사업부 수출 27.3% 증가로 인한 매출증가
(Magneti Marelli 등 고객 다변화)

∙ 모바일 : Socket 커넥터 First 공급 확대로 23년 대비 198% 증가

∙ 자동차 : 해외 공급사 매출 확대에 따른 고객사 다변화

전년도 대비 10% 매출 증가

모바일 Socket 커넥터 공급량 증가
(모바일 평균 ASP 상승 3.3%)

∙ 모바일 : Socket 커넥터 신제품 확대로 인한 이익율 확보

∙ 자동차 : 해외 생산기지 활용 확대에 따른 원가절감

이익률 전년 대비 4.4% 상승

영업이익률

영업이익(률) 추이



Appendix(1)

1. 연결 재무정보

(단위:백만원)(재무상태표)

제25기제26기구 분

298,458327,734자 산 총 계

203,364234,0101. 유 동 자 산

180,998210,547- 당 좌 자 산

22,36623,463- 재 고 자 산

95,09493,7242. 비 유 동 자 산

1,1281,942- 투 자 자 산

83,90581,264- 유 형 자 산

10,06110,518- 기 타

74,53381,360부 채 총 계

223,925246,374자 본 총 계

4,9674,967자 본 금

13,14816,918기타적립금

205,810224,489이익잉여금

(단위:백만원)(손익계산서)

제25기제26기과 목

159,898176,182I.  매 출 액

122,390124,641II. 매출원가

37,50851,541III. 매출총이익

29,49431,416판매관리비

8,01420,125IV. 영업이익

5.0%11.4%영업이익율

8,80025,235V. 법인세차감전순이익

2,3935,400법인세비용

(791)-중단영업이익(손실)

5,61619,835VI. 당기순이익

3.5%11.3%당기순이익율



Appendix(2)

2. 별도 재무정보

(단위:백만원)(재무상태표)

제25기제26기구 분

304,650328,457자 산 총 계

181,522210,4011. 유 동 자 산

164,000193,144- 당 좌 자 산

17,52217,257- 재 고 자 산

123,128118,0562. 비 유 동 자 산

53,20551,759- 투 자 자 산

60,55056,654- 유 형 자 산

9,3739,643- 기 타

74,71580,412부 채 총 계

229,935248,045자 본 총 계

4,9674,967자 본 금

11,22511,225기타적립금

213,743231,853이익잉여금

(단위:백만원)(손익계산서)

제25기제26기과 목

157,459173,246I.  매 출 액

122,134129,226II. 매출원가

35,32544,020III. 매출총이익

25,24425,307판매관리비

10,08118,713IV. 영업이익

6.4%10.8%영업이익율

6,73824,749V. 법인세차감전순이익

2,4025,433법인세비용

4,33619,316VI. 당기순이익

2.8%11.1%당기순이익율


